BAUGRUPPENFERTIGUNG

Bauteilmanagement unter bleifreiem Aspekt

Nur ein Mythos?

Hoang-PVM, Ratingen

Ganz im Sinne der umweltorientierten Lohnfertigungsunternehmen
fur einen hohen Qualitdtsstandard nach den bekannten IPC-Normen
sind Bauteilmanagementsysteme und eine strukturierte Logistik an-

gesagt und erforderlich.

—-!p JG‘-"RS z H Lager ’_.|| i I

[ Fertigungs-

Zwischenlagerung fir
Notfalle
Maschinensidrung
Mangel an Teilen
Fehlerhafes Board
elc, ...

IPC-JEDEC 033A/020C
IPC-JEDEC 033A/020C

Trockenlagerschrank

Ho:R
Fabrik mit S
Multiproduktion

Bestickungs-
prozelt

prozed

Zwischenlagarung
Ablage fir Uberarbeitung
MNICHT OK for
T Lty B und Bestilckung. | ]

Ferigungs-
3

Trockenlagerschrank
AD-06

Zwischenlagerung fir
Notfaile

:PSU‘iI"af‘?r‘QTU"Q Rest Bauteile

langel an ledien -

Fehlarhaftes Board Zwischenlagerung fir PCB's, T fir Reparaiur board
el die spéter montiert werden NI f_‘? thltrif paratur

Trockenlagerschrank
AD -03

L]
[
L]

Bild 1: Schema eines wirkungsvollen Logistikkonzeptes

Es ist notwendig und ein ,Muss” in der Elektronik-
fertigung, das so genannte Bautellmanagemenisys-
tem, kurz BMS, zu implementieren beziehungswel-
se streng einzuhalten. Zwar wurden bisher bereits
funktionsfahige Lagerungskonzepte in dem Bereich
der Qualitatssicherung fir die Bauelemente ent-
wickelt und angewendet, dennoch wiirde die
RoHS-Konformitat allein nicht ganz ausreichen Das
weitere Entscheidungskritenum st die Verarbel-
tunastemperatur der Bautelle iLottemperatur und
Feuchtigkertslevel MSL, neu definert von IPC-
0208B/C}. So mussen nicht nur RoHS-konforme Bau-
elemente temperaturbesiandiger sein als konven-
tionelle, sondern auch die Basismatenialien der Lel-
terplatten mussen die hoheren Temperaturen in
den Prozesskammern besser vertragen konnen.
Dies stelit eine groBe Herausforderung an den An-
wender dar und fordert emne efiektive Problernlo-
sung. Mit der hoheren Temperatur im Lotprozess
steigt die Nolwendigkeit des Prozesscontroliing und
die optimale Lagerung hoch-gefahraerter feuch-
teempfindiicher Bauteile (M5L-Bauteile) und Basis-
matenalien der Leiterplatten an. In der Realitat ist
das allerdings schwer in die Praxis umsetzbar: Nicht
praktikabel oder auf Grund der seit langem einge-
fuhrten konventionelien Verfahren von Lieferanten
und Lohnbestuckungsfirmen {(EMS), bis hin zur Wa-
reneingangsprafung der Bauelemente ist die Qua-
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Létprozel und Bestickung

Iitatsprifung nicht ganz so ernst genommen oder
ganz auller Acht gelassen worden. Eine kontrollier-
te Wareneingangsprifung hilft die Fehlerquote zu
reduzieren, erzeugl aber auch Nebenkosten und
beansprucht in der Regel viel Zeit und Personal

BMS - Bauteilmanagement-
system

Zur Erlauterung des BMS ist hier ein einfaches er-
werterungsfahiges Konzept fur ene sinnvolle logss-
tische Methode, Fehler bei der Bauteillagerung und
i dynarmischen Logistikprozess schon am Antang
auszufiltern, grafisch dargestellt (Bild 1),

Wie effektiv hilft der Einsatz von Stickstofflager-
schranken, Feuchtigkeitssperrebeuteln (MBB), Tro-
ckenlagerschranken und Backofen zum Entfeuch-
ten, Trocknen, Tempeneren der Halbleiterbauele-
mente, Flachbaugruppen und Leiterplatten in er-
nem umfangreichen Produktionsablauf? Sie heifen
Fertigungsfehler vor und wahrend des Produktions-
ablaufes, d. h. schon bei der Prifung des Warenein-
gangs und wahrend der Produktion bis zum End-
produkt zu korrigieren. Auch im Nachhinein lassen
sich bei einem eventuelien Reparaturprozess die fer-

Bild 2: Beutel mit
Feuchtigkeitssperre

tigen, doch fehlerhaft bestuckien PCBs reparieren
oder manuell bestiicken Leider gibt es kein univer-
sales Konzept fur das beste und etfizienteste logis-
tische BMS. Bishier hat jeder Anwender in EMS ader
ais Lohnferuger ein eigenes Konzept entwickelt, um
seinen Bedarf zu erfilllen. Die Frage ist, kann ein wir-
kungsvolles und dynamisches BMS entwickelt wer-
den oder muss immer je nach Anwendung und Nor-
men optimiert und sich an der Auftragslage orien-
tiert werden?

1. Methoden der Warenpriifung:

= Man verlasst sich auf den Lieferanten

= Man verlasst sich auf die Garantie und Qualitat
des Lieferanten bezuglich Verpackungsmaterial,
Bauteile, Einhaltung der JEDEC- oder MIL-Normen

+ Man entnimmt Stichproben (Sichtprifung, Qua-
Iitatsprufung)

« Man fuhrt einen Funkuonstest durch, wenn ein
Problem in der Fertigung auftaucht (Anwendung
von Funktionstest, Rontgenanalyse oder ICT)

2. Lagerung von Bauteilen:

Die IPC/JEDEC J-STD-033/033A April.99-Spezifika-

tionen (8-Klassifizierung) erfullen, um eine Bescha-

digung der Bauteile zu vermeiden und die Ertrage
zu verbessern. Trocknung bei Zimmertemperatur
und Optionen fiir enweiterte Trockenlagerung:

« ESD-Beutel mit Feuchtigkeitssperre verwenden
(Bild 2)

« Trockenlagerschranke einsetzen, Kurzzeit-Zwi-
schenlagerung und Anordnung der Bauteile. Be-
sonders geeignet fur Bauteile, die fir den Nach-
bearbeitungsprozess verwendet werden sollen

* Modulare Trockenlagerschranke mit Stickstoff-
atmosphare fur spezifische Bauteile (hohe Stick-
stoffreinheit erforderlich, Kiasse 5.0)

« Trockenlagerschranke mit Feederbanken oder
-wagen

= Stickstoffschranke (geschutzte Atmosphdre)
« Trocknungsmittelkasten fiir trockene Atmosphare
3. Empfehlung:
Trockenlagersysteme und Feuchtigkeitssperrebeu-
tel verwenden, damit eine Trocknung durch ther-
mische Einwirkung Oberilisssig wird. ESD-MBB-Beu-
tel mit Feuchtigkeitssperre sind langfristig betrach-
tet optimal geeignet fiir Langzeit-Lagerung von kri-
tischen und abgekindigten oder weiter zu verarbei-
tenden Bauteilen.

Beim Einsatz von BMS mit Trockenlagerschranken

oder anderen groBen Lagersystemen konnte man

sichvorstellen, die Bauteildaten (Barcodedaten) und

Prozessdaten (Lagerzeiten etc.) zu verknupfen und

in einer Datenbank abzulegen, umn sie dann spater

fur Traceability zu verwenden bzw. zum Protokollie-
ren zu benutzen. Das eroffnet die ersten Schritte in
das Traceability fur die Bauteillagerungsproblema-
tik, die in naher Zukunft eine wichtige Rolle in der

Logstik einnehmen wird,
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